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前言

　　近年来台湾地区电子半导体相关高科技产业蓬勃发展，对材料科技人才的需求非常殷切，年轻学
子也多以进入此热门行业为第一志愿。
加强材料专业训练，以满足产业界人才之需求，已成为学术界重要的职责所在。
　　由于“政府”政策的鼓励及社会的需求，台湾地区公私立大学院校短期内增设了许多材料系所，
学生人数随着急速增加，为了因应学子们学习的需要，并落实教材中文化的期望，材料学会在“教育
部”的资助下，决定出版三本工具书，包括已出版的材料分析、金属材料实验及这一本微电子材料与
制程。
　　材料学会前理事长，（台湾）清大工学院院长陈力俊教授二十多年来专心研究电子材料，并且获
得极为杰出的成就，他是主编这本书最适当的人选。
　　我们非常感谢陈教授领导的团队，在百忙之中，挤出时间，为材料教育写书，贡献丰富的学识与
宝贵的经验，希望能满足大家的需求，获得大家的喜爱。
　　这本书共分十一章，有六百多页，内容除了概览外，包括半导体基本理论、硅晶圆制造、硅晶薄
膜、刻蚀技术、光刻技术、离子注入、金属薄膜、氧化介电层、电子封装及材料分析等，从理论基础
到制造、分析等实务经验，皆有完整而透彻的介绍，相信对材料相关系所的同学及电子产业从业人员
提升电子材料与工艺之知识皆会有很大的帮助。
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内容概要

教材、手册的中文化可能是台湾地区近年来在发展科技诸般努力中最弱的一环，但也可能是使科技生
根深化最重要的一环。
适当的中文教材不仅能大幅提高学习效率，而且经由大家熟悉的文字更能传递理论的逻辑概念、关联
脉络以及深层意义，勾画出思路发展，学习的效果更不可以道里计。
“材料科学学会”体认到教材中文化的重要性，落实及扩大教学成效，规划出版一系列观念正确、内
容丰富的中文教科书。
    本书第一章将微电子材料与工艺作一概览，第二章介绍半导体基本理论。
第三章至第十章为集成电路工艺各重要的问题:单晶成长、硅晶薄膜、蚀刻、光刻技术、离子注入、金
属薄膜与工艺、氧化、介电层、电子封装技术基础教材，第十一章则为材料分析技术应用。
各章邀请顶尖专家学者撰写或合撰，务求内容精到详实，兼顾理论与应用，深入浅出，希望不仅成为
莘莘学子的优良入门书，也能供广大从业技术人员参考之用。
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